SIEBDRUCK
FUR MEMS-PACKAGING
UND WAFERBONDEN
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Als Materialtransfertechnologie dient

der Siebdruck im Department System Pa-
ckaging im Fraunhofer ENAS hauptsachlich
der selektiven Deposition von Zwischen-
schichten fUr das Waferbonden. Mittels
mikrostrukturierter Schablonen werden
pastenartige Tinten durch metallische oder
polymerische Siebe auf elektronische oder
halbleitende Substrate gedruckt. Die Para-
meter sind typischerweise von den Schablo-
nenoffnungen, der Schablonendicke sowie
den Siebdimensionen und der Tintenvis-
kositat mit den involvierten Parametern
wie PartikelgroBe, Binder und Losemittel
abhangig. Mit dem vollautomatischen und
hochprazisen in-line Siebdrucker Reprint
R29 Spectrum werden gewdhnlicherweise
hochviskose Glasfrittinten zum Waferbon-
den verdruckt. Aber auch Materialien wie
Klebstoffe und Lotpasten kdnnen unter
Reinraumbedingungen gedruckt werden.
Der Hochleistungssiebdrucker DEK Horizon
03iX erweitert das Portfolio der Abteilung
System Packaging mit neuartiger Hardware
um Spezialldsungen wie Prazisionswafe-
ralignment, integrierte Dispensprozesse
sowie Applikationen wie elektrische Durch-

kontaktierungen und Schablonendruck.
Derzeitige Forschung wird mit Fokus auf
minimal druckbare laterale und vertikale
Strukturdimensionen betrieben. Weiterhin
steht die Implementation druckbarer
funktionaler Tinten - wie zum Beispiel
leitfahige Silbertinte — in bestehende
mikroelektronische Produktionsprozesse im
Mittelpunkt des Interesses.

= Bauelementerahmen, Siliziumwafer
= Glaswafer, Keramiken, Spezielle
Substrate

= Hermetisches Waferbonden,

= elektrische Durchkontaktierungen

= MEMS Aufbau- und Verbindungstechnik
= Chipbonden / Flip-Chipbonden

= Montage / Befestigungen

= Gedruckte Elektronik

= Via-Filling
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Spezifikationen der verfiigbaren Siebdrucker:

Siebdrucker Reprint R 29 Spectrum

Rahmen: 736 mm x 736 mm (29" x 29")
Standardrahmen bis zu 736 mm x 812 mm (29" x 32")

Servo Kontrolle aller beweglichen Teile Uiber geschlossenen

Regelkreis

Vollautomatisches Kamerasystem flr prazises, wiederholbares

Drucken

Bildbeschreibungen:

Seite 1: Wafer mit Siebdruckstrukturen aus Strukturen auf der Oberseite von Wafern

Glasfritte-Paste flir Waferbondverfahren;

Rakel

. Schablone

- Substrat

Screenprinter DEK Horizon 30iX

Automatisches Fiducal-Lernen and Fiducalidentifikation

bis 0,1 mm

Bildnachweis: Fraunhofer ENAS
Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind

vorlaufig und kénnen sich dndern. Bei den be-

(links); Funktionsprinzip des Siebdruckprozesses  schriebenen Systemen, Materialien und Prozes-

Seite 2: Sieb fur das Drucken von Glasfritte- (rechts). sen handelt es sich nicht um ein Produkt.
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